Usinage des
mateériaux transparents

Découpe, soudage, percage et gravure
avec minimisation du stress meécanique
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Usinage des
materiaux transparents

Decoupe, soudage, percage et gravure
avec minimisation du stress mecanique

Usinage dans la masse : modification
laser localisée - pérenne dans le temps -
pas de couche organigue ajoutée

Découpe sans ablation : pas de
génération de poussiere - tres rapide -
pas de conicité

Découpe avec ablation : rapide - a
géometrie controlée

Découpe sans ablation : > 100 mm.s”,
peutdécouperjusqu’a 1 mmd’épaisseur
en un seul passage

Usinage dans la masse : < 100 mm.s”
pour la soudure et quelques centaines
de mm.s" pour la modification d'indice

Découpe avec ablation : jusqu’a quelques
dizaines de mm.s™ de vitesse d’'usinage
suivant les épaisseurs

Découpe sans ablation : rugosite
surfacigue inférieure a 500 nm

Découpe avec ablation : rugosite
surfacigue inférieure au um
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MATERIAUX

e \Verre
e Cristaux
e (Ceramique transparente

Usinage dans la masse : jusqu’a
15 MPa de tenue meécanique
pour certains verres, precision
micrometrique

Découpe avec ou sans ablation :
precision de quelgues pm
Découpe avec ablation : rapport
de forme jusqu’a 50

Usinage dans la masse : abjectif
a grande ouverture numerique,
scanner

Deécoupe sans ablation : mise en
forme de faisceau speciale type
Bessel

Decoupe avec ablation : usinage
par transparence
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